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一、调研说明

中商产业研究院全新发布的《2025-2030年中国半导体硅片、外延片行业深度挖掘及投资决策分析报告》主要依据国家统计局、国家发改委、商务部、中国海关、国务院发展研究中心、行业协会、国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调研资料，由中商产业研究院的资深专家和研究人员的分析编写。首先，本研究报告对行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，对行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业情报，并分析相关经营情况。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险及投资策略给出科学的建议。本研究报告是行业生产、贸易、经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

中商研究报告数据及资料来源
中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。
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二、研究报告目录
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第1章 半导体硅片硅晶圆）行业综述
1.1 半导体硅片行业界定
1.1.1 半导体硅片的定义
1.1.2 半导体硅片的性质
1、半导体硅片具有显著的半导特性
2、半导体硅片的p-n结构性与光电特性
1.1.3 硅片是需求量最大的半导体晶圆制造材料
1.1.4 半导体硅片所处行业
1.1.5 半导体硅片术语与辨析
1、半导体硅片专业术语
2、半导体硅片概念辨析
1.2 半导体硅片行业分类
1.2.1 按尺寸划分
1.2.2 按掺杂程度划分 轻掺和重掺
1.2.3 按工艺划分 研磨片、抛光片、外延片、SOI等
1.2.4 按应用场景划分 正片、假陪）片、刻蚀电极
1.3 研究范围界定说明
1.4 半导体硅片行业市场监管&标准体系
1.4.1 半导体硅片行业监管体系及机构职能
1.4.2 半导体硅片行业标准体系及建设进程
1.5 数据来源及统计标准说明
1.5.1 权威数据来源
1.5.2 研究方法及统计标准说明
——半导体硅片硅晶圆）——
第2章 全球半导体硅片硅晶圆）行业发展现状及趋势洞察
2.1 全球半导体硅片行业发展历程
2.2 全球半导体硅片行业市场发展现状
2.2.1全球半导体硅片企业扩产计划
2.2.2 全球半导体硅片出货面积
2.2.3 全球半导体硅片单价变化
2.2.4 全球不同尺寸半导体硅片出货面积
2.2.5 全球半导体硅片大尺寸发展
2.2.6 芯片制程不断缩小
2.2.6 全球半导体硅片下游应用市场概况
2.3 全球半导体硅片行业竞争状况
2.3.1 全球半导体硅片行业兼并重组状况
2.3.2 全球半导体硅片行业市场竞争格局
2.3.3 全球半导体硅片行业集中度
2.4 全球半导体硅片行业区域发展&贸易流向
2.4.1 全球半导体硅片区域发展格局
2.4.2 全球半导体硅片重点区域市场——日本
1、日本硅晶圆发展概况分析
2、日本半导体硅片企业竞争分析
3、日本半导体硅片行业发展趋势
2.4.3 全球半导体硅片贸易流向
2.4.4 全球半导体硅片产业转移
2.5 全球半导体硅片行业市场规模体量及前景预判
2.5.1 全球半导体硅片行业市场规模体量
2.5.2 全球半导体硅片行业市场前景预测
1、全球硅晶圆出货预测
2、全球硅晶圆规模预测
2.5.3 全球半导体硅片行业发展趋势洞悉
1、应用趋势分析
2、产品趋势分析
3、技术趋势分析
4、市场趋势分析
2.6 全球半导体硅片行业发展经验总结和有益借鉴
第3章 中国半导体硅片硅晶圆）行业发展现状及市场痛点
3.1 中国半导体硅片行业发展历程
3.2 中国半导体硅片行业技术进展
3.2.1 半导体硅片行业科研投入力度及强度）
3.2.2 半导体硅片行业科研创新专利与转化）
3.2.3 半导体硅片制作流程
1、拉单晶直拉法）
2、拉单晶区熔法）
3、晶棒切片
4、硅片倒角
5、硅片研磨
6、蚀刻和抛光
7、清洁和检查
3.2.4 半导体硅片核心工艺
1、单晶工艺
2、切片工艺
3、研磨工艺
4、抛光工艺
5、外延工艺
3.3 中国半导体硅片行业对外贸易状况
3.3.1 海关总署——半导体硅片统计归类——
3.3.2 中国半导体硅片行业进出口贸易概况
3.3.3 中国半导体硅片行业进口贸易状况
1、半导体硅片行业进口贸易规模
2、半导体硅片行业进口价格水平
3、半导体硅片行业进口产品结构
3.3.4 中国半导体硅片行业出口贸易状况
1、半导体硅片行业出口贸易规模
2、半导体硅片行业出口价格水平
3、半导体硅片行业出口产品结构
3.3.5 中国半导体硅片行业进出口贸易影响因素及发展趋势
3.4 中国半导体硅片行业市场主体
3.4.1 半导体硅片行业市场主体类型
3.4.2 半导体硅片行业企业入场方式
3.5 中国半导体硅片产能统计
3.5.1 8英寸半导体硅片产能统计现有及规划）
3.5.2 12英寸半导体硅片产能统计现有及规划）
3.6 晶圆制造企业对半导体硅片厂商的认证过程
3.7 晶圆厂数量及投建扩产计划
3.7.1 新增晶圆厂数量
3.7.2 晶圆厂投建扩产计划
3.8 中国半导体硅片行业市场规模体量
3.9 中国半导体硅片行业市场发展痛点
第4章 中国半导体硅片硅晶圆）行业市场竞争及投资并购
4.1 中国半导体硅片行业市场竞争布局状况
4.1.1 中国半导体硅片行业竞争者入场进程
4.1.2 中国半导体硅片行业竞争者省市分布热力图
4.1.3 中国半导体硅片行业竞争者战略布局状况
4.2 中国半导体硅片行业市场竞争格局分析
4.2.1 中国半导体硅片行业企业竞争集群分布
4.2.2 中国半导体硅片行业企业竞争格局分析
4.2.3 中国半导体硅片行业市场集中度分析
4.3 中国半导体硅片国产化率及企业国产替代布局现状
4.4 中国半导体硅片行业波特五力模型分析
4.4.1 中国半导体硅片行业供应商的议价能力
4.4.2 中国半导体硅片行业消费者的议价能力
4.4.3 中国半导体硅片行业新进入者威胁
4.4.4 中国半导体硅片行业替代品威胁
4.4.5 中国半导体硅片行业现有企业竞争
4.4.6 中国半导体硅片行业竞争状态总结
4.5 中国半导体硅片行业投融资&并购重组&上市情况
4.5.1 中国半导体硅片行业投融资状况
1、中国半导体硅片行业投融资概述
2、中国半导体硅片行业投融资汇总
3、中国半导体硅片行业投融资规模
4、中国半导体硅片行业投融资解读
4、中国半导体硅片行业投融资趋势
4.5.2 中国半导体硅片行业兼并与重组
1、中国半导体硅片行业兼并与重组汇总
2、中国半导体硅片行业兼并与重组方式
3、中国半导体硅片行业兼并与重组案例
4、中国半导体硅片行业兼并与重组趋势
4.5.3 中国半导体硅片行业IPO动态
第5章 半导体硅片硅晶圆）产业链全景及配套产业发展
5.1 半导体硅片产业链结构梳理
5.2 半导体硅片产业链生态图谱
5.3 半导体硅片产业链区域热力图
5.4 半导体硅片行业成本结构
5.5 半导体硅片原材料市场分析
5.5.1 半导体硅片原材料概述
5.5.2 硅料
1、硅料产能
2、硅料产量
3、硅料价格
5.5.3 电子级多晶硅
1、电子级多晶硅产能
2、电子级多晶硅产量
3、电子级多晶硅价格
5.5.4 半导体级单晶硅
1、半导体级单晶硅产能
2、半导体级单晶硅产量
3、半导体级单晶硅价格
5.5.5 半导体硅片原材料发展趋势
5.6 半导体硅片生产设备/生产线市场分析
5.6.1 半导体硅片国产化现状及市场概况
5.6.2 拉晶设备市场概况及厂商
5.6.3 切片设备市场概况及厂商
5.6.4 抛光设备市场概况及厂商
5.6.5 清洗设备市场概况及厂商
5.6.6 检测设备市场概况及厂商
5.6.7 半导体硅片自动化生产解决方案
5.7 配套产业布局对半导体硅片行业的影响总结
第6章 中国半导体硅片硅晶圆）行业细分产品市场分析
6.1 中国半导体硅片行业细分市场概况
6.1.1 半导体硅片尺寸发展历程
6.1.2 硅片向大尺寸迁移是大势所趋
6.1.3 半导体硅片细分市场结构
6.2 半导体硅片细分市场 8寸200mm）及以下半导体硅片
6.2.1 8寸200mm）及以下半导体硅片概述
6.2.2 8寸200mm）及以下硅晶圆厂数量分析
6.2.3 8寸200mm）及以下硅晶圆产能统计
6.2.4 8寸200mm）及以下硅晶圆出货情况
6.2.5 8寸200mm）及以下硅晶圆市场规模
6.2.6 8寸200mm）及以下硅晶圆竞争情况
6.2.7 8寸200mm）及以下硅晶圆前景分析
6.3 半导体硅片细分市场 12寸300mm）半导体硅片
6.3.1 12寸300mm）硅晶圆概述
6.3.2 12寸300mm）晶圆厂数量分析
6.3.3 12寸300mm）硅晶圆产能统计
6.3.4 12寸300mm）硅晶圆出货情况
6.3.5 12寸300mm）硅晶圆市场规模
6.3.6 12寸300mm）硅晶圆竞争情况
6.3.7 12寸300mm）硅晶圆前景分析
6.4 半导体硅片细分市场 18寸450mm）半导体硅片
6.5 中国半导体硅片行业细分市场战略地位分析
第7章 中国半导体硅片硅晶圆）行业细分应用市场分析
7.1 半导体硅片应用场景&市场领域分布
7.1.1 不同尺寸硅片下游应用有所不同
7.1.2 8寸半导体硅片下游应用领域分布
7.1.3 12寸半导体硅片下游应用领域分布
7.2 半导体硅片细分应用 集成电路IC）
7.2.2 集成电路IC）发展状况
1、集成电路IC）发展现状
2、逻辑芯片逻辑IC）发展现状
3、模拟芯片模拟IC）发展现状
4、集成电路IC）发展趋势
7.2.1 集成电路IC）领域半导体硅片应用概述
7.2.3 集成电路IC）领域半导体硅片市场现状
7.2.4 集成电路IC）领域半导体硅片需求潜力
7.3 半导体硅片细分应用 分立器件
7.3.1 分立器件发展状况
1、分立器件发展现状
2、分立器件发展趋势
7.3.2 分立器件领域半导体硅片应用概述
7.3.3 分立器件领域半导体硅片市场现状
7.3.4 分立器件领域半导体硅片需求潜力
7.4 半导体硅片细分应用 传感器
7.4.1 传感器发展状况
1、传感器发展现状
2、传感器发展趋势
7.4.2 传感器领域半导体硅片应用概述
7.4.3 传感器领域半导体硅片市场现状
7.4.4 传感器领域半导体硅片需求潜力
7.5 半导体硅片细分应用 光电器件
7.5.1 光电器件发展状况
1、光电器件发展现状
2、光电器件发展趋势
7.5.2 光电器件领域半导体硅片应用概述
7.5.3 光电器件领域半导体硅片市场现状
7.5.4 光电器件领域半导体硅片需求潜力
7.6 中国半导体硅片行业细分应用市场战略地位分析
第8章 中国半导体硅片硅晶圆）行业发展环境洞察&SWOT分析
8.1 中国半导体硅片行业经济Economy）环境分析
8.1.1 中国宏观经济发展现状
8.1.2 中国宏观经济发展展望
8.1.3 中国半导体硅片行业发展与宏观经济相关性分析
8.2 中国半导体硅片行业社会Society）环境分析
8.2.1 中国半导体硅片行业社会环境分析
8.2.2 社会环境对半导体硅片行业发展的影响总结
8.3 中国半导体硅片行业政策Policy）环境分析
8.3.1 国家层面半导体硅片行业政策规划
1、国家层面半导体硅片行业政策汇总及解读
2、国家层面半导体硅片行业规划汇总及解读
8.3.2 31省市半导体硅片行业政策规划
1、31省市半导体硅片行业政策规划汇总
2、31省市半导体硅片行业发展目标解读
8.3.3 国家重点规划/政策对半导体硅片行业发展的影响
8.3.4 政策环境对半导体硅片行业发展的影响总结
8.4 中国半导体硅片行业SWOT分析
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9.4.1 应用趋势分析
9.4.2 产品趋势分析
9.4.3 技术趋势分析
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10.1 中国半导体硅片行业进入与退出壁垒
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10.2.1 供求失衡风险
10.2.2 原材料价格波动风险
10.2.3 政策风险
10.3 中国半导体硅片行业投资机会分析
10.3.1 半导体硅片产业链薄弱环节投资机会
10.3.2 半导体硅片行业细分领域投资机会
10.3.3 半导体硅片行业区域市场投资机会
10.3.4 半导体硅片产业空白点投资机会
10.4 中国半导体硅片行业投资价值评估
10.5 中国半导体硅片行业投资策略与建议
——外延片——
第11章 外延片行业发展综述
11.1 LED产业链结构及价值环节
11.1.1 LED产业链结构简介
11.1.2 LED产业链价值环节
11.1.3 LED产业链投资情况
1、产业链上游投资情况
2、产业链中游投资情况
3、产业链下游投资情况
11.1.4 LED产业链竞争格局
1、产业链上游被日、欧、美企业垄断
2、产业链中游台韩企业占优
3、产业链下游本土企业与国际品牌共存
11.2 LED外延发光材料的选择
11.2.1 LED发光技术的基础
1、半导体自发发射跃迁
2、半导体自发发射跃迁特点
11.2.2 半导体能带特征和外延材料选择
1、可见光波长与外延半导体禁带宽度的关系
2、直接跃迁与间接跃迁
3、外延材料选择
11.3 LED芯片行业发展现状分析
11.3.1 全球LED芯片行业市场分析
1、全球LED芯片市场规模
2、全球LED芯片竞争格局
3、全球LED芯片区域分布
4、全球LED芯片前景分析
11.3.2 中国LED芯片行业市场分析
1、中国LED芯片市场规模
2、中国LED芯片竞争格局
3、中国LED芯片区域分布
4、中国LED芯片前景分析
第12章 国内外外延片行业发展状况分析
12.1 全球外延片行业发展现状分析
12.1.1 全球外延片行业发展概况
12.1.2 全球外延片市场发展现状分析
12.1.3 全球外延片竞争格局分析
12.1.4 全球外延片市场前景分析
12.2 中国外延片行业发展现状分析
12.2.1 中国外延片行业发展概况
12.2.2 中国外延片行业供给情况
12.2.3 中国外延片行业需求情况
12.3 中国外延片行业竞争格局分析
12.3.1 中国外延片行业竞争格局
12.3.2 中国外延片行业五力分析
1、行业现有竞争者分析
2、行业潜在进入者威胁
3、行业替代品威胁分析
4、行业供应商议价能力分析
5、行业购买者议价能力分析
6、行业竞争情况总结
第13章 外延片行业前景预测与投资建议
13.1 外延片行业发展趋势与前景预测
13.1.1 行业发展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
13.1.2 行业发展趋势预测
13.1.3 行业发展前景预测
13.2 外延片行业投资现状与风险分析
13.2.1 行业投资现状分析
13.2.2 行业进入壁垒分析
1、技术与人才壁垒
2、资金壁垒
13.2.3 行业经营模式分析
13.2.4 行业投资风险预警
1、下游市场季节性波动风险
2、宏观经济波动风险
3、市场竞争风险
13.3 外延片行业投资机会与热点分析
13.3.1 行业投资价值分析
13.3.2 行业投资机会分析
13.3.3 行业投资热点分析
13.3.4 行业投资策略分析
——领先企业——
第14章 中国半导体硅片企业案例解析
14.1 中国半导体硅片企业梳理与对比
14.1.1 业务布局对比
14.1.2 研发投入对比
14.1.3 营收规模对比
14.1.4 盈利能力对比
14.2 中国半导体硅片企业案例分析
14.2.1 台湾环球晶圆 Global Wafers
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.2 上海硅产业集团股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.3 TCL中环新能源科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.4 杭州立昂微电子股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.5 锦州神工半导体股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.6 浙江中晶科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.7 有研半导体硅材料股份公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.8 上海超硅半导体股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.9 西安奕斯伟硅片技术有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.10 麦斯克电子材料股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
第15章 中国外延片企业案例分析
15.1 中国外延片企业梳理与对比
15.2 中国外延片领先企业案例分析
15.2.1 三安光电股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要经济指标
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业渠道分布分析
8、企业发展优劣势分析
9、企业最新发展动向分析
15.2.2 杭州士兰微电子股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要经济指标
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业典型客户分析
7、企业发展优劣势分析
8、企业最新发展动向分析
15.2.3 厦门乾照光电股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要指标分析
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业销售区域分析
8、企业发展优劣势分析
9、企业最新发展动向分析
15.2.4 安徽德豪润达电气股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要经济指标
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业典型客户分析
6、企业发展优劣势分析
7、企业最新发展动向分析
15.2.5 有研新材料股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要经济指标
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
1）研发团队
2）研发专利布局
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业销售网络分析
8、企业发展优劣势分析
15.2.6 华灿光电股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要指标分析
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
1）研发团队
2）技术研发方向布局
3）技术专利布局
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业发展优劣势分析
8、企业最新发展动向分析
15.2.7 无锡华润华晶微电子有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业典型客户分析
8、企业发展优劣势分析
15.2.8 江苏澳洋顺昌股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要指标分析
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业销售区域分布情况
8、企业发展优劣势分析
9、企业最新发展动向分析
15.2.9 上海新傲科技股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
1）研发部门布局
2）研发团队
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业典型客户分析
8、企业发展优劣势分析
15.2.10 江西联创光电科技股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
1）企业主要经济指标
2）企业盈利能力分析
3）企业运营能力分析
4）企业偿债能力分析
5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片业务经营情况
6、企业发展优劣势分析
7、企业最新发展动向分析
访问中商产业研究院：http://www.askci.com/reports/
报告在线阅读：https://www.askci.com/reports/20250603/1541235536274893648454355207.shtml
三、研究机构

   中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，是中国产业咨询第一股，依托国家发改委、农业农村部等相关部委资源，由北京大学校友携手国土经济学会专家与留美学者在深圳创立。总部位于深圳，在北京、上海、香港、贵州、山东等地均设有分支机构。中商构建了产业规划、产业招商、园区规划、项目策划、项目申报等五大咨询服务体系，为客户提供全产业链咨询与解决方案。

   近20年来，公司深度聚焦产业咨询领域，为国内外企业、地方政府、城市新区、园区管委会、房产开发商提供个性化产业咨询方案，致力于助推企业转型、产业升级、城镇发
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甲  方：                                       乙  方：深圳中商情大数据股份有限公司
授权代表人：                                   授权代表人：  

年  月  日                                      年  月  日
        中国产业咨询第一股�
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